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第一章  项目基本情况

一、项目概况
（一）项目名称
芯片项目
目前，我国芯片行业中高端集成电路产品大量依赖进口，行业缺乏核心竞争力。为了进一步促进行业发展，近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策，并设立了集成电路产业投资基金。在政策和大基金双轮驱动下，我国芯片制造薄弱领域有望得到迅速发展。
（二）项目选址
某产业示范园区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积49998.32平方米（折合约74.96亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.34%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度169.03万元/亩。
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)（五）土建工程指标
项目净用地面积49998.32平方米，建筑物基底占地面积27169.09平方米，总建筑面积51998.25平方米，其中：规划建设主体工程38556.93平方米，项目规划绿化面积3104.24平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费6202.01万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量585753.83千瓦时，折合71.99吨标准煤。
2、项目年总用水量23640.28立方米，折合2.02吨标准煤。
3、“芯片项目投资建设项目”，年用电量585753.83千瓦时，年总用水量23640.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.01吨标准煤/年。达产年综合节能量27.37吨标准煤/年，项目总节能率27.84%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
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（九）项目总投资及资金构成
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)项目预计总投资16548.62万元，其中：固定资产投资12670.49万元，占项目总投资的76.57%；流动资金3878.13万元，占项目总投资的23.43%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32196.00万元，总成本费用25690.82万元，税金及附加307.67万元，利润总额6505.18万元，利税总额7710.12万元，税后净利润4878.89万元，达产年纳税总额2831.24万元；达产年投资利润率39.31%，投资利税率46.59%，投资回报率29.48%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位732个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
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1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范园区及某产业示范园区芯片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范园区芯片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
 (
芯片项目可行性研究报告(投资可行性分析)-(1) 全文共4页，当前为第4页。
)2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“芯片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位732个，达产年纳税总额2831.24万元，可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率39.31%，投资利税率46.59%，全部投资回报率29.48%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
为落实《发展服务型制造专项行动指南》目标要求，工业和信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。
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三、主要经济指标
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)主要经济指标一览表

	序号
	项目
	单位
	指标
	备注

	1
	占地面积
	平方米
	49998.32
	74.96亩

	1.1
	容积率
	
	1.04
	

	1.2
	建筑系数
	
	54.34%
	

	1.3
	投资强度
	万元/亩
	169.03
	

	1.4
	基底面积
	平方米
	27169.09
	

	1.5
	总建筑面积
	平方米
	51998.25
	

	1.6
	绿化面积
	平方米
	3104.24
	绿化率5.97%

	2
	总投资
	万元
	16548.62
	

	2.1
	固定资产投资
	万元
	12670.49
	

	2.1.1
	土建工程投资
	万元
	4335.51
	

	2.1.1.1
	土建工程投资占比
	万元
	26.20%
	

	2.1.2
	设备投资
	万元
	6202.01
	

	2.1.2.1
	设备投资占比
	
	37.48%
	

	2.1.3
	其它投资
	万元
	2132.97
	

	2.1.3.1
	其它投资占比
	
	12.89%
	

	2.1.4
	固定资产投资占比
	
	76.57%
	

	2.2
	流动资金
	万元
	3878.13
	

	2.2.1
	流动资金占比
	
	23.43%
	

	3
	收入
	万元
	32196.00
	

	4
	总成本
	万元
	25690.82
	

	5
	利润总额
	万元
	6505.18
	

	6
	净利润
	万元
	4878.89
	

	7
	所得税
	万元
	1.04
	

	8
	增值税
	万元
	897.27
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	9
	税金及附加
	万元
	307.67
	

	10
	纳税总额
	万元
	2831.24
	

	11
	利税总额
	万元
	7710.12
	

	12
	投资利润率
	
	39.31%
	

	13
	投资利税率
	
	46.59%
	

	 (
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)14
	投资回报率
	
	29.48%
	

	15
	回收期
	年
	4.89
	

	16
	设备数量
	台（套）
	128
	

	17
	年用电量
	千瓦时
	585753.83
	

	18
	年用水量
	立方米
	23640.28
	

	19
	总能耗
	吨标准煤
	74.01
	

	20
	节能率
	
	27.84%
	

	21
	节能量
	吨标准煤
	27.37
	

	22
	员工数量
	人
	732
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第二章  项目基本情况

一、项目建设背景
1、中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！
2、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
目前，我国芯片行业中高端集成电路产品大量依赖进口，行业缺乏核心竞争力。为了进一步促进行业发展，近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策，并设立了集成电路产业投资基金。在政策和大基金双轮驱动下，我国芯片制造薄弱领域有望得到迅速发展。
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)我国芯片自给率低，政策出台利好行业发展
目前我国芯片自给率较低，净进口的集成电路全球占比高达56.45%，虽然我国集成电路市场近年来一直在快速增长，但集成电路贸易逆差逐年扩大，高端集成电路产品大量依赖进口，难以构成国家产业核心竞争力、保障安全信息等形成有力支撑，严重威胁国家安全战略。
根据中国海关总署公布的数据显示，2018年，我国进口集成电路4176亿个，同比增长10.8%，进口金额高达3120.58亿美元，同比增长19.8%，占我国进口总额的14%左右。
为促进行业发展，近年来我国出台了一系列鼓励扶持政策，如：《中国制造2025》将集成电路的发展上升为国家战略，2014年6月的《国家集成电路产业发展推进纲要》，半导体产业及相关材料的税收优惠政策等，为我国芯片行业建立了优良的政策环境。2019年5月，国务院常务会议决定再度延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”（即第一年至第二年免征、第三年至第五年减半征收）或“五免五减半”（即第一年至第五年免征、第六年至第十年减半征收）的基础上，对集成电路设计和软件企业继续实施2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。
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产业投资基金成立，重点投资芯片中游制造
 (
芯片项目可行性研究报告(投资可行性分析)-(1) 全文共9页，当前为第9页。
)除了政策支持外，2014年国家设立了集成电路产业投资基金（大基金），目前大基金一期投资资金已经全部投资完毕，大基金正在进行二期募资。据最新统计，截至2018年5月，国家集成电路产业投资基金一期已投资完毕，总投资额为1387亿元，公开投资公司为23家，为公开投资公司为29家，累计有效投资项目达到70个左右，投资覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司，部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司。
从大基金的投资资金分布来看，主要集中在制造领域（晶圆代工的先进制程级），主要原因是晶圆制造为芯片行业的关键环节，我国芯片行业在该领域技术发展落后。另外，制造环节还能带动产业链上下游芯片设计和封测的发展，因此占据了大基金投资份额的67%。
在参股子基金方面，大基金参股的地方基金包括北京集成电路制造和装备子基金、上海集成电路制造子基金、上海集成电路设计与并购子基金。目前，已经成立或宣布设立的地方集成电路产业发展基金的目标规模合计已达3000亿元。
据国家工信部发言人公开发言，目前大基金正在进行第二期募集资金。据悉，二期集成电路发展基金预计将募集约2000亿元，在投资方向上，将适当扩围我国芯片产业生态体系缺失环节，芯片设计环节的投资比例或将增至20-25%，应用上加大在物联网和人工智能领域的布局。
二、必要性分析
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